L.E.D. SMD, 3,2 x 1,6 X 1,1MM, EMISSAO AZUL ULTRA BRIGHT,
ENCAPSULAMENTO HIALINO - LSUB 1206

Destaques:

- Alta intensidade luminosa e alta eficiéncia;

- Tecnologia InGaN;

- Amplo campo de visualizacdo: 120 graus;

- Carretel 8178mm, compativel com montagem automatica;
- Adequado para processos IR e solda por refusdo;

- Longa vida util, com baixo custo de manutencao;

- Ndo contém produtos nocivos ao meio ambiente;

- Atende a normativa RoHS.

AplicagGes tipicas:

- Iluminagdo de sinalizacdo e de simbologias;

- Painéis informativos em placas eletrdnicas diversas;

- Iluminacgdo back light em mddulos de LCD;

- Iluminagdo de botoeiras em elevadores, automotivos, etc;
- Iluminagdo decorativa em geral.
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Combinando alta eficiéncia luminosa,
estabilidade cromatica e Otica, este
compacto produto é indicado para as
mais diversas aplicagdes de sinalizagdo e
iluminacdo em placas de tamanho
reduzido e alta densidade de
componentes (imagem ilustrativa).
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- Todas as dimensées em milimetros.
- Tolerdncias néo especificadas: + 0,20mm.
- Material sensivel a eletricidade estatica, fazer uso de protecao.




Caracteristicas Gerais

Caddigo Caddigo Encapsulamento Tecnologia
Fabrica Produto do chip
735.027 LSUB 1206 Hialino (incolor) InGaN
Caracteristicas Maximas Absolutas — Tams = 25°C
Parametro Simbolo Valor Unid,
Corrente direta DC Ir 25 mA
Corrente pulsada - Pico (tp<100ms, Ciclo = 1:10) Irp 100 mA
Tensdo Reversa VR 5 \Y;
Poténcia dissipada Po 80 - 120 mwW
Curva de corrente x Temp. Amb. Sob Corrente Direta -0,4 mA/°C
Curva de corrente x Temp. Amb. Sob Corrente Pico -0,9 mA/°C
Temperatura de operacgao Torr -30 a +85 oC
Temperatura de armazenagem Tst6 -40 a +100 oC
Temperatura de soldagem Tsio 260 oC
Solda manual a 260 °C - 3mm do encapsulamento 2 S
N :
otes 1) Uma reducdo de corrente elétrica apropriada deve ser observada para se manter a

temperatura de jungdo do dispositivo sempre abaixo do valor méximo especificado,
conforme informado acima: Ex.: taxa de -0.4mA/°C, acima de 25°C - Temp. Ambiente da

aplicagdo 35 ©C. Diferenca =

10 ©°C. Reduzir a corrente de operagdo em 4mA, ou seja,

16mA. Os valores acima sdo para situacao dos componentes ao ar livre, ndo enclausurados.
2) Nao é apropriado que o LED fique sob polarizagdo reversa.

3) tp= tempo da largura do pulso.

Caracteristicas de Operacdo - Tame= 25°C

Parametro Cond. de Min. Tip. Max. Unid
Teste
Tensdo Direta (VF) 20 mA - 3,2 3,6 V
Corrente reversa (Ir) 5V - - 10 HA
Comprimento de Onda Dominante (Ab) 20 mA - 470 - nm
Intensidade Luminosa (1v) 20 mA 45 115 - mcd
Angulo de emissdo de luz (26 12) 20 mA - 120 - Graus

Outras caracteristicas

Tipo de fornecimento

Fitado (em rolo)

Quantidade padrao por embalagem

3.000 unidades

Nota: Caracteristicas susceptiveis a mudanca sem aviso prévio.




Intensidade luminosa relativa (%)

Corrente Direta (mA)

Intensidade luminosa relativa @ 20mA
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Curvas Caracteristicas do chip - LED
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Precaugdes no uso

Armazenagem

Antes de a embalagem ser aberta:

Os LEDs devem ser mantidos sob temperatura <30°C e umidade relativa <85%. Os
leds devem ser utilizados no periodo de um ano. Ao se armazenar os leds recomenda-
se fazer uso de embalagem a prova de umidade, com materiais absorventes, tipo
silica gel.

Apds a embalagem ser aberta:

Os LEDs devem ser mantidos sob temperatura < 30°C e UR <£60%, e ser soldados no
periodo de 168 horas (7 dias ) ap6s a embalagem a prova de umidade ser rompida.
Uma vez que os leds forem montados na placa de circuito impresso, eles devem ser
soldados o mais rapido possivel, pois a presenca de impurezas no ar pode contaminar
a metalizagdo e dificultar a solda dos componentes. Se os leds passarem mais que 168
horas fora da embalagem & vacuo, recomenda-se o processo de re-estufagem, por
pelo menos 24 horas @ 60°C, antes de proceder a montagem.

Havendo leds que ndo forem utilizados, apds a abertura da embalagem, os mesmos
devem ser mantidos na embalagem original, com um absorvente de umidade, e ser
selados.

Se o material dessecante tiver a validade expirada ou perder a eficiéncia, os
componentes devem ser re-estufados no minimo 24 horas @ 60°C.

Os terminais de contato dos leds contém liga de cobre revestidos com prata, e esta
pode ser afetada pelo ambiente. Evitar condicdes na qual, os mesmos possam ser
corroidos ou contaminados. A corrosdo ou contaminacdo propicia baixa soldabilidade e
afeta as caracteristicas oticas.

Evitar também a rapida transicdo entre ambientes de temperaturas diferentes,
especialmente em condicOes de alta umidade onde pode haver a condensagao.

Eletricidade estatica

Os produtos sdo sensiveis a agdo de descargas eletrostaticas (ESD) e requerem muito
cuidado quando manuseados. Estas ou outros surtos de tensdo irdo danificar os LEDs,
portanto sugere-se que medidas de protecdao sejam adotadas em relagdo aos
equipamentos que serao utilizados na montagem dos componentes.

LEDs danificador por descarga eletrostatica (ESD) irdo apresentar caracteristicas
adulteradas, baixa tensdo direta (VF) ou ndo irdo ascender a baixa corrente, etc.

E recomendado o uso de pulseiras ou luvas anti-eletrostaticas quando do manuseio.
Todos os dispositivos ou equipamentos utilizados devem estar convenientemente
aterrados.

E vedado o uso de caixas ou embalagens plasticas comuns.

O uso de ionizadores neutraliza as cargas estaticas durante o manuseio.

Ligagdo em série:

O cliente deve aplicar um resistor de protegao para cada agrupamento de LED’s. Caso
contrario, uma pequena diferenca de voltagem (VF) na alimentagdo do circuito
causara o surgimento de uma grande corrente elétrica (IF), e ocorrera a queima do
componente.

Ligacdo em paralelo:

O cliente deve aplicar um resistor em série em cada LED sob as conexées paralelas.
Caso contrario a diferenga de tensdo (VF) entre os mesmos causara uma diferenga de
brilho, quando os LEDs estiverem ligados!
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Limpeza:

- Usar somente produtos solventes a base de alcool, tal como o alcool isopropilico, se
necessario.

Notas:
— Nivel de inspegdo da qualidade adotada é Normal - Simples - Nivel II - N.Q.A. = 0,65.

- As informacbes contidas neste guia s6 se aplicam aos nossos produtos e apenas
servem de referéncia. Sujeito a modificacGes sem aviso prévio.
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- Temperatura de solda recomendada = 245+ 5 °C.
- Limitar a temperatura maxima de solda a 260 °C.

— Qualquer tensao inadequada aplicada a resina (esforco mecanico) antes, durante ou
depois do processo de solda, pode ocasionar a quebra do micro-fio interno, e
consequentemente a falha de iluminagao do LED.

— As pecgas (LEDs) ndao devem passar mais que 02 vezes na solda, por processo de
refusdo. A solda manual sé é sugerida para reparo ou retrabalho, e deve-se utilizar
neste processo ferro de solda com poténcia < 30 w.

- A distadncia adotada para observar possiveis falhas visuais nos LED’s é de 30 cm.




Dimensional Mecanico das embalagens padrao
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